
JTAGバウンダリ スキャン テスト
導入企業紹介

サクサ テクノ株式会社
　サクサ テクノ株式会社（山形県 米沢市）は、
いままで培ってきた基板実装・無線メカトロの
製造技術を基に、部品調達･基板実装･製品組立･
出荷保証･保守まで一貫した生産プロセスを提供し、

「お客様の信頼を得るため品質を最優先する」を
品質方針に掲げ信頼され愛される商品づくりに
取り組んでいます。

サクサ テクノ株式会社　実装基板の検査にJTAGテストを採用！

BGA搭載基板の不良箇所をピンレベルで特定して製造品質を向上！

－ お客様の声 －
● JTAGテスト採用による効果は？
　　BGA部分の品質をファンクションテストで保証する
　と製品全体の試験時間が増大します。このため、確実
　にBGAの実装保証ができ、不良原因の特定が短時間で
　行える有効な手法として、JTAGテストを採用しました。

● JTAG ProVisionを採用した理由は？
　　導入検討の際に、複数のJTAGツールベンダーに
　問い合わせをしましたが、十分納得できる情報を
　提供するところは多くありませんでした。
　　その中で、アンドールシステムサポート(株)は
　問い合わせに対し迅速で、技術サポートも満足いく
　ものでした。　
● 御社が感じるJTAGテストのメリットは？
　　フラッシュメモリ部のファンクションテスト時間が
　240秒から30秒になり、検査タクトの大幅な短縮を
　実現できました。そのため、工場全体の稼働効率向上に
　繋がり、SMTラインを効率的に運用できるようになりました。

●2010年よりJTAGテストを採用
　　サクサ テクノ株式会社は、通信機器の大手である
　サクサ株式会社の製品製造を担っています。現在、
　ビジネスホンやICカードリーダ関連製品を中心とした
　製造を行っている企業です。
　　生産技術部では、2010年よりBGA搭載基板の故障
　解析のためJTAGバウンダリスキャンテスト(JTAGテスト)を
　採用しました。
　　JTAGテストの導入後は、BGAパッケージを
　多数搭載した高密度なプリント配線板に対しても、
　十分な品質確保ができます。

●ファンクションテストでは故障箇所の特定が困難
　　BGAが多数搭載されており、テストピンを十分に
　立てることができないため、ファンクションテストを
　実施しました。しかし、不良原因を十分に特定する
　ことはできませんでした。JTAG Technologies社の
　JTAG ProVisionを導入することにより、ピンレベルで
　故障箇所の特定ができるようになりました。

●X線検査ではBGAのオープン故障が判断できない
　　X線検査は、検査担当者の目視により検査が行われ
　ますが、オープン故障を見つけることは困難です。
　　JTAGテストは通電試験であり、テストを自動化でき
　るため、製品の品質を向上することができました。

BGA搭載基板　　　　　　 X線検査の結果

JTAGテストを組み込んだ検査治具



【お問合せ先】
JTAG ソリューションセンター
TEL:03-3450-7201 FAX:03-3450-8109
E-mail : jtag@andor.jp 担当者：古長 由行http://www.andor.jp

多品種・変量生産、短納期に対しお客様のニーズにお応えします。

通信機器・情報機器の製造
　ビジネスホンを中心とした通信機器を部品購入から、製造・出荷までの
一貫生産を行っています。多品種・小ロット生産にも取り組んでいます。

プリント基板の組立
　チップサイズ0603、0.4ピッチQFP、BGA、CSPが実装可能な設備を
保有し、高密度高信頼性の提供が出来る様、日々取り組んでいます。

EMS
　設計・試作・評価および部品購入までを行い、OEM生産をいたします。

JTAGテストによるはんだ不良箇所の特定
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(400,000番地)

A22を”H”にしたときの
読出しデータが、期待
値”FF”と異なっている。

サクサ テクノ株式会社
　　部品実装後の検査にJTAGテストを採用！

製造へのフィードバックにより、品質を向上できる JTAGテスト

サクサ テクノ株式会社
本社工場
〒992-1128 山形県米沢市八幡原4-3146-13
TEL：0238-28-6111　FAX：0238-28-6121
相模原営業所
〒252-5221 神奈川県相模原市中央区宮下3-14-15
TEL：042-772-7859

-

開発から部品調達を含め、一貫した生産工程で、
高品質な製品を作りあげることが私たちの仕事です。

BGAはんだ接合部の断面解析結果(写真)

JTAG テストで検出した不良箇所にクラックが見つかった

JTAGテストでBGAはんだ接合部を保証
　高密度実装基板に頻繁に用いられるBGAの接合
保証はプリント配線板の品質上、非常に重要です。
　これまで実装検査は、自動外観検査、インサーキット
検査及びファンクション検査が中心でしたが、BGA搭載
基板の品質を十分に保証できません。
　JTAGテストは、BGAの不良箇所をピンレベルで
特定できるため、故障の種類を効率良く絞り込む
ことができます。このため、右上「BGAはんだ接合部の
断面解析結果(写真)」のように故障箇所を特定する
ことができるようになりました。
　動作不良基板40枚に対して、JTAGテストを
実施したところ、BGA部分の不良箇所を全て特定
することができました。

　JTAGテストは、テスト結果の故障解析を自動化でき、
故障箇所をすぐに特定することができます。
そのため、ピンレベルの故障発生頻度を分析する
ことができ、製造へのフィードバックができます。

製造へのフィードバックを行い品質を向上

製造・部品実装

JTAG テスト

自動故障診断

故障内容の分析
フィードバック


